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material condutor através do padrao da mascara de sombra a partir da
camada de base substancialmente plana. De modod alternativo, o
método pode incluir proporcionar uma estrutura laminada que inclui
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pluralidade de pontos de registro e uma camada fotorresistente
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“Biossensor, Bobina
e Respectivos Métodos de Fabrico”
Relatorio Descritivo

Este pedido reivindica prioridade para o Pedido de
Patente US 11/476.702, depositado em 29 de junho de 2006, cujo teor

€ aqui incorporado como referéncia.
Descricao
Campo Técnico

A presente invencao refere-se ao campo dos testes
diagnoésticos, mais particularmente, a sistemas de teste diagnéstico que

utilizam medidores eletrénicos.
Antecedentes

Os sistemas de teste eletrénicos sdo comumente utiliza-
dos para medir ou identificar um ou mais analitos em uma amostra.
Esses sistemas de teste podem ser utilizados para avaliar amostras
médicas para propoésitos de diagndstico e para testar varias amostras
nao médicas. Por exemplo, medidores diagnésticos médicos podem
prover informagdo quanto a presenca, quantidade ou concentragiao de
varios analitos em fluidos do corpo humano ou animal. Além disso, os
medidores de teste diagnoéstico podem ser utilizados para monitorar
analitos ou parametros quimicos em amostras ndo médicas tais como
agua, solo, esgoto, areia, ar, bebidas e produtos alimenticios ou qual-

quer outra amostra adequada.

Os sistemas de teste diagnéstico tipicamente incluem
tanto o meio de teste, tal como fitas de teste diagnéstico, quanto um

medidor configurado para uso com o meio de teste. Um meio de teste
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adequado pode incluir uma combinagdo de componentes elétricos,
quimicos €/ou o6ticos configurados para prover uma resposta indicativa
da presen¢a ou concentragido de um analito a ser determinado. Por
exemplo, algumas fitas de teste de glicose incluem componentes eletro-
quimicos, tais como enzimas especificas para glicose, tampodes € um ou
mais eletrodos. As enzimas especificas para glicose podem reagir com a
glicose em uma amostra, produzindo desta forma um sinal elétrico que
pode ser medido com um ou mais eletrodos. O medidor pode, entao,

converter o sinal elétrico em um resultado de teste de glicose.

Existe uma demanda por meios de teste aperfeigoados.
Por exemplo, no mercado de teste de glicose no sangue, os consumido-
res consistentemente insistem em um meio de teste que requeira
quantidades menores de amostra, minimizando, desta forma, a quanti-
dade de sangue necessaria para teste frequente. Os consumidores
exigem também um desempenho robusto e resultados precisos e nao
toleram testes erréneos devido a tamanhos de amostra inadequados.
Além disso, em todos os mercados de teste diagnostico, os consumido-
res preferem sistemas de teste mais rapidos, mais baratos, mais dura-

veis e mais confiaveis.

Os métodos atuais de manufatura de meios de teste
diagnéstico apresentam limites inerentes. Por exemplo, os métodos
atuais para a produgao de eletrodos de meios de teste e depoésito de
enzimas ou outros produtos quimicos podem apresentar resolugiao
espacial e/ou velocidades de produgéo limitadas. Além disto, alguns
processos de produgdo ndo podem ser utilizados para depositar algu-
mas enzimas, produtos quimicos e eletrodos. Além disso, alguns
processos de produgao podem ser utilizados para produzir ou depositar
alguns dos componentes do meio de teste, tais como eletrodos ou
enzimas, enquanto sendo incompativeis com outros componentes. Por
esta razao, alguns processos de producdo de meio de teste podem

requerer técnicas de produg¢do maultiplas, desta forma aumentando o
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custo e tempo de produgao, e reduzir a produgao do produto.

Varios métodos para a manufatura de biossensores tém
sido propostos. Um desses métodos é descrito na Patente US 6.875.327
de Miyazaki e colaboradores. Miyazaki e colaboradores. descrevem um
processo de manufatura de um biossensor pelo qual é formada uma
camada condutora sobre um suporte. Os eletrodos sdo formados
utilizando-se um laser para formar “fendas” multiplas na camada
condutora, o que forma separagdes elétricas entre os eletrodos de
trabalho, contadores e detectores. Apods a formacdo do eletrodo, sao

aplicados seletivamente reagentes quimicos a camada condutora.

A Patente US 6.805.780 de Ryu e colaboradores. descreve
um método para a produgao de fitas de teste com biossensor eletroqui-
mico. O processo inclui a formag¢iao de uma depressido em um primeiro
substrato isolante e é aspergido um metal sobre o substrato isolante
com o auxilio de uma mascara de sombreamento para formar um par
de eletrodos. A mascara de sombreamento deve estar em contato
fechado com o substrato para se evitar que o material depositado entre
nos espacgos vazios € reduza a qualidade do padrao formado. A mascara
de sombreamento pode ser colocada em contato com um substrato, ou
pode ser formada por corte de um padriao em uma camada plastica
aderida ao substrato, que é chamada de “mascara de sombreamento do

tipo adesiva”.

O Pedido de Patente publicado US 2005/0161826 de
Shah e colaboradores. descreve um método de fabricagdao que utiliza
técnicas de mascara de sombreamento e litografia tipo “lift-off’. A
litografia “lift-off” utiliza uma camada foto resistente padronizada para
formar uma imagem negativa dos elementos condutores. E formado um
fino filme de metal sobre o substrato, por exemplo, por aspersdao. A
seguir, a camada foto resistente é removida por arraste quimico, dei-

xando os elementos condutores formados pelo metal que permanece
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sobre o substrato. O processo de mascara de sombreamento € utilizado
também para formar estruturas de sacrificio sobre o substrato e podem
ser formadas camadas multiplas de material dielétrico e condutor
utilizando-se ambos os processos. Inicialmente, é formada uma base de
substrato dielétrico, seguindo-se a padronizagdo de uma camada de
cobertura de filme delgado condutor. As estruturas de sacrificio podem
ser, entdo, formadas utilizando-se depdsito com mascara de sombrea-
mento. Pelo menos uma camada dielétrica é depositada sobre o circuito
multicamada. Podem ser, entdo, criados e removidos condutores e
estruturas de sacrificio, formando camadas condutoras de dielétricas

multiplas.

Existe a necessidade de producdo em massa de biossen-
sores a custo efetivo e com alta precisdo. As referéncias do estado da
técnica apresentam varias limitagdes solucionadas pela presente
invencdo. Embora o eletrodo desenhado descrito por Miyazaki e colabo-
radores. possa prover um biossensor funcional, métodos aperfeigcoados
de manufatura de eletrodos de biossensores sdo desejaveis. Especifi-
camente, outros métodos de manufatura podem ser utilizados para
reduzir o custo e/ou aumentar a qualidade da formagao de eletrodo €
desempenho do biossensor. Por exemplo, as etapas descritas por Rye €
colaboradores. podem requerer a formagdo de uma depressao no
substrato, adicionando custo e complexidade ao processo de manufatu-
ra do biossensor. Além disto, Rye e colaboradores. descrevem a forma-
cao de uma fita de testa unica contendo apenas dois eletrodos. Outras
limitacées do estado da técnica incluem o fato de Shah e colaboradores
requererem a aplicacdo de pelo menos uma camada dielétrica para

formar a estrutura do circuito multicamada.

Da mesma forma, existe a necessidade de métodos

aperfeicoados de manufatura de sistemas de teste diagnéstico.

Sumario
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Um primeiro aspecto da presente invengao inclui um
método para a manufatura de uma fita de teste. O método inclui o
posicionamento de uma mascara de sombreamento apresentando um
padriao com uma pluralidade de conjuntos de caracteristicas sobre uma
camada de base substancialmente plana contendo uma pluralidade de
pontos de registro. O método inclui também a formacéo de pelo menos
um da pluralidade de conjuntos de caracteristicas sobre a camada de
base substancialmente plana por deposi¢édo seletiva de uma camada de
um material condutor sobre a camada de base substancialmente plana
passando-se o material condutor através do padrao da mascara de
sombreamento e removendo-se a mascara de sombreamento da camada

de base substancialmente plana.

Um segundo aspecto da presente invengdo inclui um
método para a manufatura de uma fita de teste. O método inclui o
provimento de uma estrutura laminada incluindo uma camada de base
substancialmente plana contendo uma pluralidade de pontos de regis-
tro e uma camada foto resistente contendo um padrdo de uma plurali-
dade de conjuntos de caracteristicas. O método inclui também a
formacgédo de pelo menos um da pluralidade de conjuntos de caracteris-
ticas sobre a camada de base substancialmente plana por deposicao
seletiva de uma camada de um material condutor sobre a camada de
base substancialmente plana passando-se o material condutor através
do padrao da camada foto resistente e removendo-se a camada foto

resistente da camada de base substancialmente plana.

Serdo apresentados aspectos adicionais e vantagens da
invencao em parte da descrigdo que se segue € em parte ficarao eviden-
tes a partir da descrigdo ou podem ser aprendidos pela pratica da
invencdo. As vantagens da invengéo serao realizadas e obtidas por meio
dos elementos e combinacdes particularmente destacadas nas Reivindi-

caclOes anexas.
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dente quanto a descrigao detalhada a seguir sdo tipicas e explicativas e

nao sao restritivas da invenc¢ao, conforme reivindicada.
Breve Descricao dos Desenhos

Os desenhos anexos, que sao incorporados e constituem
uma parte do Relatorio Descritivo, ilustram varias modalidades da
invengido e, juntamente com a descrigdo, servem para explicar os

principios da invencgéo.

A Figura 1A ilustra um meio de teste que pode ser

produzido utilizando-se os métodos da presente descrigao.

A Figura 1B ilustra um medidor de teste que pode ser
utilizado com o meio de teste produzido, de acordo com os métodos da

presente descricéo.

A Figura 1C ilustra um medidor de teste que pode ser
utilizado com o meio de teste produzido, de acordo com os métodos da

presente descrigao.

A Figura 2A é uma vista de plano superior de uma fita de

teste de acordo com uma realizagao tipica da invencgao.

A Figura 2B é uma vista em segdo transversal da fita de

teste da Figura 2A, tomada ao longo da linha 2B-2B.

A Figura 3A é uma vista superior de um carretel de

acordo com uma realizagdo tipica descrita da invengao.

A Figura 3B é uma vista expandida superior de um

conjunto de caracteristicas do carretel da Figura 3A.

A Figura 4A é uma vista em seg¢ao transversal e uma
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vista superior de uma estrutura que ilustra um método para a manufa-
tura de uma fita de teste utilizando um processo de litografia “lift-off,

de acordo com uma realizacéo tipica descrita.

A Figura 4B é uma vista em se¢do transversal e uma
vista superior da estrutura da Figura 4A que ilustra um método para a
manufatura da fita de teste utilizando o processo de litografia “lift-off”,

de acordo com a realizagéo tipica descrita.

A Figura 4C é uma vista em secao transversal e uma
vista superior da estrutura da Figura 4B que ilustra um método de
manufatura da fita de teste utilizando o processo de litografia “lift-off”,

de acordo com a realizagéo tipica descrita.

A Figura 4D é uma vista expandida de uma segéo trans-
versal da estrutura mostrada nas Figuras 4B e 4C, que ilustra um
método de manufatura da fita de teste utilizando o processo de litogra-

fia “lift-off’, de acordo com a realizagdo tipica descrita.

A Figura 4E é uma vista expandida de uma segao trans-
versal da estrutura mostrada nas Figuras 4B e 4C, ilustrando um
método de manufatura da fita de teste utilizando o processo de litogra-

fia “lift-off”, de acordo com a realizagao tipica descrita.

A Figura 5A é uma vista em segdo transversal e uma
vista superior de uma mascara de sombreamento, de acordo com uma

realizagao tipica descrita.

A Figura 5B é uma vista em segdo transversal € uma
vista superior da mascara de sombreamento da Figura 5A que ilustra
um método para a manufatura de uma fita de teste utilizando a masca-

ra de sombreamento, de acordo com uma realizagao tipica descrita.

A Figura 5C é uma vista em sec¢do transversal e uma
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vista superior da estrutura da Figura 5B que ilustra um método para a
manufatura de uma fita de teste utilizando a mascara de sombreamen-

to, de acordo com uma realizagao tipica descrita.

A Figura 6 é uma vista superior de uma camada de base
condutora de uma fita de teste, de acordo com uma realizagéo tipica da

invencao.

A Figura 7 é uma vista superior de uma camada dielétri-
ca de uma fita de teste, de acordo com uma realizacao tipica da inven-

cao.
Descricio das Modalidades

Sera feita, agora, referéncia em detalhe as modalidades
tipicas da invengdo, cujos exemplos sédo ilustrados nos desenhos
anexos. Sempre que possivel, as mesmas referéncias numeéricas serao
utilizadas em todos os desenhos para de fazer referéncia as mesmas

partes ou a partes semelhantes.

De acordo com uma realizagdo tipica, € descrito um
método para a manufatura de um biossensor. Muitas induastrias
necessitam monitorar a concentracido de constituintes particulares em
um fluido. A industria de refino de petréleo, vinicolas, e a industria de
laticinios sdo exemplos de industrias em que teste de fluido € rotina.
No campo da saude, individuos tais como diabéticos, por exemplo,
necessitam monitorar varios constituintes de seus fluidos corporais
utilizando biossensores. Um numero de sistemas esta disponivel, os
quais permitem as pessoas testar um fluido corporal (por exemplo,
sangue, urina ou saliva), de maneira a monitorar convenientemente o
nivel de um constituinte particular no fluido, tal como, por exemplo,

colesterol, proteinas ou glicose.

Um biossensor pode incluir uma fita de teste, que ¢€
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descartavel, que pode facilitar a detec¢ao de um constituinte particular
de um fluido corporal. A fita de teste pode incluir uma extremidade
proximal, uma extremidade distal,e pelo menos um eletrodo. A extre-
midade proximal da fita de teste pode incluir uma camara de amostra
para receber um fluido corporal a ser testado. A camara de amostra
pode ser dimensionada e configurada de forma a retirar uma amostra
do fluido para dentro da camara de amostra através de uma agao
capilar. Os eletrodos posicionados no interior da camara de amostra
podem entrar em contato com a amostra de fluido. A extremidade
distal da fita de teste pode ser configurada para conectar funcionalmen-
te a fita de teste a um medidor que pode determinar a concentragao do
constituinte do fluido corporal. Por exemplo, a extremidade distal da
fita de teste pode incluir uma pluralidade de contatos elétricos configu-
rados para prover conexdes elétricas entre os eletrodos no interior da
camara de amostra e o medidor. As extremidades da fita de teste
podem incluir também uma se¢ao para distincéo visual e/ou tactil, tal
como, por exemplo, um afilamento, de maneira a tornar mais facil para
o usuario conectar funcionalmente a fita de teste ao medidor ou aplicar

um fluido corporal & camara de amostra.

Os eletrodos posicionados no interior da camara de
amostra podem incluir um eletrodo de trabalho, um eletrodo de conta-
gem, e um eletrodo de detecgéo de enchimento. Uma camada reagente
pode ser disposta na caAmara de amostra € pode cobrir pelo menos uma
parte do eletrodo de trabalho, quepode ser disposto pelo menos parci-
almente na camara de amostra. A camada reagente pode incluir, por
exemplo, uma enzima, tal como glicose oxidase, € um mediador, tal
como ferricianeto de potassio ou hexamina de ruténio, para facilitar a
deteccdo de glicose no sangue. E tido em consideragdao o fato de que
podem ser utilizados outros reagentes ¢ /ou mediadores para facilitar a
deteccdo de glicose e outros constituintes do sangue e outros fluidos

corporais. A camada reagente pode incluir também outros componen-
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tes, tais como materiais tampédo (por exemplo, fosfato de potassio),
ligantes poliméricos (por exemplo, hidroxi-propil-metil-celulose, alginato
de sédio, celulose microcristalina, éxido de polietileno, hidroxietilcelulo-
se, e/ou alcool polivinilico) e surfactantes (por exemplo, Triton X-100 ou
Surfynol 485).

O presente relatério prové um método para a produgéao de
uma fita de teste diagnéstico (10), como mostrada na Figura 1A. A fita
de teste (10) do presente relatério pode ser utilizada com um medidor de
teste adequado (200, 208), como mostrado nas Figuras 1B e 1C, para
detectar ou medir a concentracdo de um ou mais analitos. Os analitos
a serem testados podem incluir uma variedade de diferentes substan-
cias, que podem ser encontradas em amostras biolégicas, tais como
sangue, urina, lagrimas, sémen, fezes, fluido gastrico, suor, fluido
cerebrospinal, saliva, fluidos vaginais (incluindo fluido amniético
suspeito), meio de cultura e/ou qualquer outra amostra biologica. Os
um ou mais analitos podem incluir também substancias encontradas
em amostras ambientais tais como solo, produtos alimenticios, agua

subterranea, agua de piscina, e/ou qualquer outra amostra adequada.

Conforme mostrado na Figura 1A, a fita de teste (10)
apresenta um desenho plano e alongado. Entretanto, a fita de teste (10)
pode ser provida em qualquer formato adequado incluindo, por exem-
plo, tiras, tubos, abas, discos, ou qualquer outro formato adequado.
Além disto, a fita de teste (10) pode ser configurada para uso com uma
variedade de modalidades de testes adequadas, incluindo testes eletro-
quimicos, testes fotoquimicos, testes eletroquimioluminescentes e/ou

qualquer outra modalidade de teste adequada.

O medidor de teste (200, 208) pode ser selecionado de
uma variedade de tipos de medidores de teste adequados. Por exemplo,
como mostrado na Figura 1B, o medidor de teste (200) inclui um frasco

(202) configurado para armazenar uma ou mais fitas de teste (10). Os
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componentes funcionais do medidor de teste (200) podem estar contidos
em uma capa (204). A capa (204) do medidor pode conter componentes
elétricos do medidor, pode ser embalada com o medidor de teste (200), €
pode ser configurada para fechar e/ou vedar o frasco (202). Alternati-
vamente, o medidor de teste (208) pode incluir uma unidade de monito-
racdo separada do frasco de armazenamento, como mostrado na Figura
1C. Qualquer medidor de teste adequado pode ser selecionado para
prover um teste diagnoéstico utilizando a fita de teste (10) produzida de

acordo com os métodos descritos.
Configuracéao
da Fita de Teste

Com referéncia aos desenhos, as Figuras 2A e 2B mos-
tram uma fita de teste (10), de acordo com uma realizagao tipica da
presente invencdo. A fita de teste (10) pode assumir o formato de uma
fita substancialmente chata que se estende de uma extremidade proxi-
mal (12) até uma extremidade distal (14). Em uma realizacao, a extre-
midade proximal (12) da fita de teste (10) pode ser mais estreita que a
extremidade distal (14) de maneira a prover um reconhecimento visual
facil da extremidade distal (14). Por exemplo, a fita de teste (10) pode
incluir uma secdo cdnica (16), em que a largura total da fita de teste
(10) se afila para baixo na direcao da extremidade proximal (12), tor-
nando a extremidade proximal (12) mais estreita que a extremidade
distal (14). Se, por exemplo, for aplicada uma amostra de sangue a
uma abertura na extremidade proximal (12) da fita de teste (10), pelo
provimento da segéo cénica (16) e tornando-se a extremidade proximal
(12) mais estreita que a extremidade distal (14), isto pode auxiliar ao
usuario localizar a abertura onde a amostra de sangue deve ser aplica-
da. Alternativamente, a extremidade distal pode ser conica. Além disto,
outros meios visuais, tais como relevos, entalhes, contornos ou seme-

lhantes podem ser utilizados.
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A fita de teste (10) é mostrada nas Figuras 2A e 2B como
incluindo uma pluralidade de eletrodos (22, 24, 28, 30). Cada eletrodo
pode se estender substancialmente ao longo do comprimento da fita de
teste (10) para prover um contato elétrico proximo a extremidade distal
(14) da fita de teste (10) e uma regido eletricamente condutora que
conecta a regido do eletrodo préoximo a extremidade proximal (12) ao
contato elétrico. Na realizacdo tipica das Figuras 2A e 2B, a pluralidade
de eletrodos inclui um eletrodo de trabalho (22), um eletrodo de conta-
gem (24), um anodo de detecgdo de enchimento (28), e um catodo de
deteccdo de enchimento (30) na extremidade proximal (12) da fita de
teste (10). Correspondentemente, os contatos elétricos podem incluir
um eletrodo de trabalho (32), um contato do eletrodo de contagem (34),
um contato do anodo de deteccdo de enchimento (36) e um contato do
catodo de deteccdo de enchimento (38), posicionados na extremidade
distal (14) da fita de teste (10). As regiGes condutoras podem incluir
uma regidao condutora de eletrodo de trabalho (40) que conecta eletri-
camente a extremidade proximal do eletrodo de trabalho (22) com o
contado do eletrodo de trabalho (32), uma regido condutora do eletrodo
de contagem (42) que conecta eletricamente a extremidade proximal do
eletrodo de contagem (24) com o contato do eletrodo de contagem (34),
uma regido condutora do anodo de detecgao de enchimento (44) que
conecta eletricamente a extremidade proximal do anodo de detec¢ao de
enchimento (28) com o contato do anodo de detecgao de enchimento
(36), € uma regido condutora do catodo de deteccao de enchimento (46)
que conecta eletricamente a extremidade proximal do anodo de detec¢ao
de enchimento (30) com o contato do catodo de detecgao de enchimento
(38).

Em uma modalidade, pelo menos um eletrodo fica
parcialmente contido no interior de uma camara de amostra de maneira
a permitir o contato com um fluido a ser testado. Por exemplo, a Figura

9B mostra a fita de teste (10) como incluindo uma fenda (52) que forma
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uma parte da camara de amostra (88) na extremidade proximal (12). A
fenda (52) pode definir uma parte exposta (54) do eletrodo de trabalho
(22), uma parte exposta (56) do eletrodo de contagem (24), uma parte
exposta (60) do anodo de detec¢do de enchimento (28), € uma parte
exposta (62) do catodo de detecgcdo de enchimento (30). Além disto, a
realizagdo tipica inclui um condutor (48) autoacionavel disposto proxi-
mo a extremidade distal (14) da fita (10) de maneira a permitir ao
medidor determinar se a fita de teste esta conectada funcionalmente ao

medidor.

Conforme mostrado na Figura 2B, a fita de teste (10)
pode conter uma construgédo em camadas. A fita de teste (10) inclui
uma camada de base (18) que pode se estender substancialmente ao
longo de todo o comprimento ou definir o comprimento da fita de teste
(10). A camada de base (18) pode ser formada a partir de um material
eletricamente isolante e pode apresentar uma espessura suficiente para

prover um suporte estrutural para a fita de teste (10).

De acordo com a realizacdo tipica da Figura 2B, um ou
mais componentes condutores (20) podem ser dispostos em pelo menos
uma parte da camada de base (18). Os componentes condutores (20)
podem incluir um ou mais elementos eletricamente condutores, tais
como, por exemplo, uma pluralidade de eletrodos. Os componentes
condutores (20) podem incluir qualquer material condutor ou semicon-
dutor adequado, tal como, por exemplo, ouro, platina, prata, iridio,
carbono, 6xido de indio estanho, éxido de indio zinco, cobre, aluminio,
galio, ferro, amalgamas de mercurio, tantalo, titanio, zirconio, niquel,

6smio, rénio, rédio, paladio ou uma liga organometalica ou metalica.

Colocada sobre a camada de base (18) e componentes
condutores (20), tem-se uma camada espacadora (64). A camada
espacadora (64) pode incluir um material eletricamente isolante tal

como poliéster. A camada espacadora (64) pode cobrir partes do
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eletrodo d¢ trabalho (22), do eletrodo de contagem (24), do anodo de
deteccao de enchimento (28), do catodo de detecgao de enchimento (30)
e das regides condutoras (40-46). Na realizacéo tipica da Figura 2B, a
camada espacadora (64) ndo cobre os contatos elétricos (32-38) ou o
condutor autoacionavel (48). Por exemplo, a camada espagadora pode
cobrir uma parte substancial dos componentes condutores (20), a partir
de uma linha proximal dos contatos (32) e (34) até a extremidade
proximal (12), exceto pela fenda (52) que se estende a partir da extremi-

dade proximal (12).

Pode ser provida uma cobertura (72). Conforme mostra-
do na Figura 2B, a cobertura (72) pode apresentar uma extremidade
proximal (74) e uma extremidade distal (76) e pode ser disposta na
extremidade proximal (12) da fita de teste (10) de maneira a cobrir a
fenda (52) desta forma parcialmente formando a camara de amostra
(88). A cobertura (72) pode ser fixada a camada espagadora (64) por
meio de uma camada adesiva (78). A camada adesiva (78) pode incluir
um adesivo poliacrilico ou outro e pode incluir sec¢des dispostas na
camada espacgadora (64) nos lados opostos da fenda (52). Em algumas
modalidades, uma fratura na camada adesiva (78) pode se estender a
partir da extremidade distal (70) da fenda (52) até uma abertura (86).
Esta também contemplado o fato da cobertura (72) poder incluir uma
ou mais aberturas (ndo mostradas) configuradas para permitir a venti-
lacao da camara de amostra (88). A cobertura (72) pode ser disposta na
camada adesiva (78) de tal forma que a extremidade proximal (74) da
cobertura (72) pode ser alinhada com a extremidade proximal (12) € a
extremidade distal (76) da cobertura (72) pode ser alinhada com a
abertura (86), desta forma cobrindo a fenda (52) e a fratura (84). A
cobertura (72) pode ser composta de um material eletricamente isolan-
te, tal como poliéster. Além disso, a cobertura (72) pode ser transparen-

te.

A fenda (52), juntamente com a camada de base (18) €
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cobertura (72), pode definir a camara de amostra (88) na fita de teste
(10), que recebe uma amostra de fluido, tal como uma amostra de
sangue, para determinagdo na realizagdo tipica. Uma extremidade
proximal (68) da fenda (52) pode definir uma primeira abertura na
camara de amostra (88), através da qual a amostra de fluido € introdu-
zida. Na extremidade distal (70) da fenda (52), a fratura (84) pode
definir uma segunda abertura na camara de amostra (88), para ventila-
cdo da camara de amostra (88) conforme uma amostra de fluido entra
na camara de amostra (88). A fenda (52) pode ser dimensionada de tal
forma que uma amostra de sangue aplicada em sua extremidade
proximal (68) é levada para e mantida na camara de amostra (88) por
acdo capilar, com a fratura (84) ventilando a camara de amostra (88)
através de uma abertura (86), conforme a amostra de fluido entra.
Além disto, a fenda (52) pode ser dimensionada de tal forma que o
volume da amostra de fluido que entra na camara de amostra (88) por

acao capilar € de cerca de 1 microlitro ou menos.

A fita de teste (10) pode incluir uma ou mais camadas
reagentes (90) dispostas na camara de amostra (88). Na realizacao
tipica, a camada reagente (90) entra em contato com uma parte parci-
almente exposta (54) do eletrodo de trabalho (22). E contemplado
também o fato da camada reagente (90) poder ou néao entrar em contato
com a parte exposta (56) do eletrodo de contagem (24). A camada
reagente (90) pode incluir componentes quimicos para possibilitar a
determinacéo eletroquimica do nivel de glicose ou outro analito no
fluido corporal, tal como uma amostra de sangue. Por exemplo, a
camada reagente (90) pode incluir uma enzima especifica para glicose,
tal como glicose oxidase ou glicose desidrogenase, € um mediador, tal
como ferricianeto de potassio ou hexamina de ruténio. A camada
reagente (90) pode incluir também outros componentes, tais como
materiais de tamponamento (por exemplo, fosfato de potassio), ligantes

poliméricos (por exemplo, hidroxipropilmetilcelulose, alginato de sodio,
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celulose microcristalina, 6xido de polietileno, hidroxi-etilcelulose e/ou
alcool polivinilico) e surfactantes (por exemplo, Triton X-100 ou Surfy-
nol 485).

Um exemplo da forma pela qual os componentes quimi-
cos da camada reagente (90) podem reagir com a glicose no sangue €
descrito a seguir. A glicose oxidase inicia uma reagdo que oxida a
glicose a acido glucénico e reduz o ferricianeto a ferrocianeto. Quando
uma voltagem apropriada é aplicada no eletrodo de trabalho (22), em
relacdo ao eletrodo de contagem (24), o ferrocianeto é oxidado a ferricia-
neto, desta forma gerando uma corrente que esta relacionada a concen-

tracdo de glicose na amostra de sangue.

Conforme mostrado na Figura 2B, a posicdo e dimensoes
das camadas da fita de teste (10) podem resultar em uma fita de teste
(10) apresentando regides de espessuras diferentes. Das camadas
acima da camada de base (18), a espessura da camada espagadora (64)
pode constituir uma espessura substancial da fita de teste (10). Assim,
a extremidade distal da camada espagadora (64) pode formar um ombro
(92) na fita de teste (10). O ombro (92) pode delinear uma segao delgada
(94) da fita de teste (10) que se estende a partir do ombro (92) até a
extremidade distal (14) e uma seg¢do espessa (96) da fita de teste (10)
que se estende a partir do ombro até a extremidade proximal (12). Os
elementos da fita de teste (10) utilizados para conecta-la eletricamente
ao medidor de teste (200, 208), a saber, os contatos elétricos (32-38) € o
condutor autoacionavel (48), podem ser localizados na segéo delgada
(94). Da mesma forma, o medidor de teste (200, 208) pode ser dimensi-
onado e configurado para receber a secgédo delgada (94), mas néo a secao
espessa (96). Isto pode permitir ao usuario inserir a extremidade
correta da fita de teste (10), isto é, a extremidade distal (14) da seg¢éo
delgada (94), e pode evitar que o usuario insira a extremidade errada,
isto é, a extremidade proximal (12) da secao espessa (96), no medidor de

teste (200, 208).
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A fita de teste (10) pode ser dimensionada para manipu-
lagdo facil. Por exemplo, a fita de teste (10) pode medir aproximada-
mente 35 mm de comprimento (isto €, da extremidade proximal (12) até
a extremidade distal (14)) e cerca de 9 mm de largura. De acordo com a
realizagdo tipica, a camada de base (18) pode ser um material de
poliéster com cerca de 0,35 mm de espessura e a camada espacadora
(64) pode apresentar cerca de 0,127 mm de espessura e cobrir partes do
eletrodo de trabalho (22). A camada adesiva (78) pode incluir um
adesivo poliacrilico ou outro adesivo e apresentar uma espessura de
cerca de 0,013 mm. A cobertura (72) pode ser composta de um material
eletricamente isolante, tal como poliéster, e pode apresentar uma
espessura de cerca de 0,1 mm. A camara de amostra (88) pode ser
dimensionada de tal forma que o volume de fluido de amostra mantido
seja de cerca de 1 microlitro ou menos. Por exemplo, a fenda (52) pode
apresentar um comprimento (isto €, da extremidade proximal (12) até a
extremidade distal (70)) de cerca de 3,56 mm, uma largura de cerca de
1,52 mm e uma altura (que pode ser definida substancialmente pela
espessura da camada espagadora (64)) de cerca de 0,13 mm. As
dimensoes da fita de teste (10) para um uso adequado podem ser
facilmente determinadas por um especialista na técnica. Por exemplo,
um medidor com manipulacdo automatizada da fita de teste pode

utilizar uma fita de teste menor que 9 mm de largura.

Embora as Figuras 2A e 2B mostrem uma realizagao
tipica da fita de teste (10), outras configuragdes, composigdes quimicas
e disposicdes dos eletrodos podem ser utilizadas. Podem ser também
utilizadas diferentes disposi¢coes do eletrodo de trabalho (22), eletrodo
de contagem (24), anodo de detec¢do de enchimento (28), e/ou catodo
de deteccdo de enchimento,. Na configura¢do mostrada nas Figuras 2A
e 2B, o eletrodo de trabalho (22) e o eletrodo de contagem (24) séo
separados por bordas alinhadas no eixo x, perpendiculares ao compri-

mento da fita de teste (10) no eixo y. Alternativamente, o eletrodo de
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trabalho (22) e o eletrodo de contagem (24) podem ser separados por
bordas alinhadas no eixo y, em paralelo com o comprimento da fita de
teste (10). Esta contemplado também o fato do eletrodo de trabalho (22)
e do eletrodo de contagem (24) poderem ser alinhados em qualquer

angulo com o comprimento da fita de teste (10).
Configuracdo do Conjunto
de Fitas de Teste

A Figura 3A mostra uma vista superior do carretel (100)
de acordo com uma realizagdo tipica descrita. O termo “carretel”,
conforme utilizado aqui, aplica-se a um material de comprimento
indeterminado continuo ou a folhas de material de comprimento deter-
minado. Em algumas modalidades, o carretel (100) pode incluir a
camada de base (118). Conforme descrito abaixo, um conjunto de
componentes condutores (120) pode ser depositado na camada de base
(118). Varias camadas podem ser adicionadas a camada de base (118)
para formar a fita de teste (110) semelhante a descrita na Figura 2B. As
fitas de teste (110) podem ser entdo separadas do conjunto de fitas de
teste (110) formado no carretel (100) para produzir fitas de teste (110)

individuais.

Pode ser formada uma pluralidade de conjuntos de
caracteristicas (80) sobre a camada de base (118), em que cada conjun-
to de caracteristicas (80) pode incluir uma pluralidade de componentes
condutores (20), tais como, por exemplo, um eletrodo, uma regiao
condutora e um eletrodo de contato. Os conjuntos de caracteristicas
(80) podem incluir qualquer material condutor ou semicondutor ade-
quado. Em algumas modalidades, os conjuntos de caracteristicas (80)
podem ser formados utilizando-se litografia “lift-off” ou mascara de

sombreamento, conforme descrito abaixo.

Apés a formagao de um ou mais conjuntos de caracteris-
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ticas (80) na camada de base (118), varias camadas podem ser adicio-
nadas a camada de base (118) e aos conjuntos de caracteristicas de
maneira a formar uma estrutura laminada como mostrado na Figura
2B. Entao, as fitas de teste (110) individuais podem ser separadas do
carretel (100) por meio de um processo de “individualizacdo”, onde o
formato externo da fita de teste (110) formada pelo processo de manufa-
tura pode ser representado pela linha pontilhada mostrada nas Figuras
3A e 3B. Em algumas modalidades, um tnico conjunto de caracteristi-
cas (80) pode incluir componentes condutores (20) de uma tnica fita de
teste (110). Embora as Figuras 3A e 3B mostrem uma configuracao
para o conjunto de caracteristicas (80), deve ser entendido que outras
configuragdes do conjunto de caracteristicas (80) podem ser utilizadas

para formar a fita de teste (110).

Conforme mostrado na Figura 3A, os conjuntos de
caracteristicas (80) podem ser dispostos em duas fileiras no carretel
(100). Na realizacao tipica mostrada, as extremidades proximais (112)
das duas fileiras de conjuntos de caracteristicas (80) estdo em justapo-
sicdo no centro do carretel (100) e as extremidades distais (114) dos
conjuntos de caracteristicas (80) sdo dispostas na periferia do carretel
(100). Esta contemplado também o fato das extremidades proximais
(112) e as extremidades distais (114) dos conjuntos de caracteristicas
poderem ser dispostas no centro do carretel (100), e as extremidades
distais (114) das duas fileiras de conjuntos de caracteristicas (80)
poderem ser dispostas no centro do carretel (100). Além disto, a distan-
cia de separac¢do entre os conjuntos de caracteristicas (80) pode ser
projetada para permitir um corte Unico para separar os conjuntos de

caracteristicas (80) adjacentes durante o processo de individualizagao.

Conforme mostrado na Figura 3A, o carretel (100) inclui
uma pluralidade de pontos de registro (102) na extremidade distal (114)
de cada fita de teste no carretel (100). Os pontos de registro (102)

podem ser utilizados durante um ou mais dos processos de manufatura
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para localizar uma caracteristica da fita de teste (110) em relacao ao
carretel (100). Uma ou mais etapas de manufatura podem exigir pontos
de registro (102) de maneira a se assegurar o alinhamento preciso das
camadas laminadas e/ou outros processos de manufatura, tais como,
por exemplo, deposi¢do de componentes condutores, alinhamento da
mascara, deposicao de reagente, individualizacido etc. Por exemplo, os
pontos de registro (102) podem ser utilizados durante a laminacéao para
se assegurar que a camada espacadora (64) fique posicionada apropria-
damente sobre a camada de base (18), de tal forma que a fenda (52) seja
posicionada de maneira a expor adequadamente partes dos eletrodos
(54, 56, 60, 62) como mostrado nas Figuras 2A e 2B. Os pontos de
registro (102) podem ser também utilizados durante a deposicdo de
produtos quimicos, durante a individualizacdo ou durante qualquer

outro processo associado com a formagéo das fitas de teste (110).

Os pontos de registro (102) podem incluir quaisquer
marcas de referéncia adequadas, por exemplo, orificios, entalhes,
dentes, regides em ressalto ou qualquer outra indicacdo de referéncia
adequada conhecida na técnica. Os pontos de referéncia (102) podem
ser formados por qualquer processo de manufatura adequado, tal como,
por exemplo, ablagédo a laser, estampagem, deformacao fisica, gravacdo
com agua forte, perfuracéo, impressdo, pungao, entalhe, aquecimento,
moldagem por compresséo, etc. além disto, os pontos de registro (102)
podem ser formados em qualquer estagio durante a formacgdo e/ou
processamento do carretel (100). Por exemplo, os pontos de registro
(102) podem ser formados durante a formagédo da camada de base (118),
onde os pontos de registro (102) podem ser formados a intervalos
regulares ao longo da camada de base (118). Em algumas modalidades,
os pontos de registro (102) podem ser formados durante a formagdo dos
conjuntos de caracteristicas (80). Em particular, os pontos de registro
(102) podem ser formados na camada de base (118) antes da utilizacdo

das técnicas de litografia “lift-off’ ou mascara de sombreamento para
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formar os conjuntos de caracteristicas (80) conforme descritos abaixo,
onde a posi¢ao dos conjuntos de caracteristicas (80) na camada de base
(118) pode ser dependente da posicdo dos pontos de registro (102) na
camada de base (118). Em algumas modalidades, pode ser utilizado um
sistema visual (ndo mostrado) para assegurar o posicionamento ade-
quado da formagao dos conjuntos de caracteristicas (80) em relagao aos
pontos de registro (102). Esta também contemplado o fato de poderem
ser formados pontos de registro (102) adicionais, tais como, por exem-
plo, uma linha de corte (ndo mostrada) que pode ser utilizada durante
um processo de manufatura subsequiente, tal como, por exemplo, na

individualizacao.

Os pontos de registro (102) podem ser localizados em
qualquer local adequado no carretel (100). Conforme mostrado na
Figura 3A, os pontos de registro (102) podem ser localizados adjacentes
a extremidade distal (114) de cada conjunto de caracteristicas (80). Os
pontos de registro (102) podem ser também localizados em posi¢goes
outras que nao a extremidade distal (114) de cada conjunto de caracte-
risticas (80), tal como, por exemplo, adjacentes a extremidade proximal
(112) do conjunto de caracteristicas (80). Os conjuntos de caracteristi-
cas (80) podem ser localizados no carretel (100) em varios padrées e
varias densidades, de forma a que os pontos de registro sejam apropri-
adamente localizados. Por exemplo, pode ser apropriado se posicionar

os pontos de registro (102) entre os conjuntos de caracteristicas (80).

Os pontos de registro (102) podem ser distribuidos com
qualquer densidade adequada no carretel (100). Além disso, os pontos
de registro (102) podem ser distribuidos no carretel (100) a uma densi-
dade diferente da densidade dos conjuntos de caracteristicas (80) no
carretel (100). Por exemplo, o numero de pontos de registro (102)
distribuidos em uma regido selecionada do carretel (100) pode ser
diferente do ntimero de conjuntos de caracteristicas (80) distribuidos na

regido selecionada do carretel (100). Em algumas modalidades, pode
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haver um ponto de registro para cada conjunto de caracteristicas, € em
outras modalidades pode haver um ponto de registro para cada cinco,
dez, ou vinte conjuntos de caracteristicas. E também contemplado o
fato dos pontos de registro (102) poderem ser separados por diferentes
distancias ou distribuidos com uma densidade diferente da dos conjun-
tos de caracteristicas (80) no carretel (100). A distribuicdo dos conjun-
tos de caracteristicas (80) e/ou pontos de registro (102) pode depender
de uma ou mais caracteristicas do processo de manufatura utilizado

para produzir as fitas de teste (10) e/ou do desenho da fita de teste (10).
Manufatura das Fitas de Teste

As Figuras 4A - 4E ilustram um método para a manufa-
tura de uma fita de teste (11) utilizando um processo de litografia “lift-
off’, de acordo com uma realizagao tipica descrita. A litografia tipica-
mente inclui a formagdo de um padriao em um material fotossensivel
pela exposicao seletiva de radiagdo a regido padronizada do material
fotossensivel. O material fotossensivel pode incluir qualquer material
adequado que possa alterar uma propriedade pela exposicdo a radiagao,
tal como, luz visivel ou radiagdo ultravioleta. A exposicdo de um
material fotossensivel a radiagdo pode afetar uma propriedade das
regides expostas e nao expostas de forma diferente. Por exemplo, uma
propriedade afetada por radiagéo pode incluir resisténcia quimica, onde
o material fotossensivel pode ser dito como fotorresistente. Um material
fotorresistente pode exibir uma resisténcia diferencial a gravacao
quimica, pelo que regides do material fotorresistente expostas a radia-
¢do podem ser degradadas por um produto quimico, e regiées néao
expostas a radiagdo podem resistir 4 degradagéo quimica. Esse proces-
so € conhecido na técnica e pode ser utilizado para formar um substrato
padronizado fotorresistente (150), como mostrado nas Figuras 4A e 4B.
Especificamente, uma camada fotorresistente (148) pode ser formada
sobre a camada de base (118) utilizando-se qualquer processo litografi-

co adequado conhecido na técnica.
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A camada fotorresistente (148) pode incluir qualquer
material fotorresistente adequado. Por exemplo, a camada fotorresis-
tente (148) pode incluir Shipley’s 1805™, Shipley’s 1813™, Shipley’s
1818™, Shipley’s 1045™, Shipley’s 1075™, AZ’s 9260™ ou Futurex™.
Outros materiais adequados podem ser utilizados e a camada fotorresis-
tente (148) pode ser depositada sobre a camada de base (118) utilizan-

do-se qualquer método adequado conhecido na técnica.

Apo6s a deposicdo da camada fotorresistente (148) sobre a
camada de base (118), os procedimentos de litografia podem ser utiliza-
dos para produzir um padrao (152) na camada fotorresistente (148),
como mostrado na Figura 4A, onde o padrao (152) pode formar uma
sequéncia de conjuntos de caracteristicas (180), como mostrado na
Figura 4C. Por exemplo, uma mascara (ndo mostrada) contendo o
padrao (152) pode ser colocada sobre a camada fotorresistente (148). A
mascara € a camada fotorresistente (148) podem ser entdo irradiadas
com luz UV para alterar seletivamente uma propriedade quimica da
regido exposta da camada fotorresistente (148). Alternativamente, um
laser (ndo mostrado) pode ser utilizado para irradiar o padriao (152)
sobre a camada fotorresistente (148) de tal forma que nenhuma masca-
ra é requerida. Apods a exposicdo seletiva da camada fotorresistente
(148) a radiagao, um produto quimico pode ser aplicado para degradar
preferencialmente as regides expostas da camada fotorresistente (148)

para formar um substrato padronizado fotorresistente (150).

Apoés a formagao do substrato padronizado fotorresistente
(150), pode ser aplicado um material condutor ao substrato padroniza-
do fotorresistente (150) utilizando-se um método de deposicdo de
material condutor conforme mostrado na Figura 4B. O material condu-
tor pode incluir qualquer material condutor ou semicondutor, tal como,
por exemplo, paladio, ouro, platina, prata, iridio, carbono, 6xido de
indio estanho, 6xido de indio zinco, cobre, aluminio, galio, ferro, amal-

gamas de mercurio, tantalo, titanio, zircénio, niquel, 6smio, rénio, roédio,
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paladio, uma liga organometalica ou metalica.

Os métodos de deposicdo do material condutor podem
incluir qualquer método adequado, tal como, por exemplo, deposigao
fisica por vapor, deposi¢do quimica por vapor, eletro-galvanizagao, ou
técnicas de aspersdo. A deposicdo fisica por vapor pode incluir asper-
sdo, onde ions vaporizados do material condutor sdo direcionados sobre
o substrato padronizado fotorresistente (150). A deposigao fisica por
vapor pode incluir também evaporagdo, onde o material condutor é
aquecido a vacuo para liberar particulas que podem se condensar sobre
o substrato padronizado fotorresistente (150). A eletro-galvanizagao
pode incluir a colocagdo do substrato padronizado fotorresistente (150)
em uma solucéo liquida e a aplicagdo de um potencial para formar o
material condutor sobre o substrato padronizado fotorresistente (150).
A aspersdo pode incluir aspersdo ultrassénica ou por pressao € usual-
mente envolve a deposi¢do de uma tinta metalica na forma liquida,
tipicamente uma organometalica. Os componentes organicos podem
ser aspergidos sobre o substrato padronizado fotorresistente (150) para
formar uma camada condutora uniforme, e o substrato e a camada
condutora podem ser cozidas para remover os solventes e ligantes

organicos.

Em algumas modalidades, a camada de ligacdo (nao
mostrada) pode ser depositada sobre a camada de base (118) antes da
formacdo dos conjuntos de caracteristicas (180) sobre a camada de base
(118). Em particular, a camada de ligagéo pode ser configurada para
aumentar a forca de ligacédo entre a camada de base (118) e o material
condutor pelo provimento de uma adesdo mais forte entre o material
condutor e a camada de ligacdo que a da camada de base (118) com o
material condutor. Por exemplo, uma camada de ligagdo de titéanio ou
cromo pode ser depositada sobre a camada de base (1 18) antes da

deposi¢do do material condutor sobre a camada de base (118).
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Conforme mostrado na Figura 4C, depois da deposicao de
um material condutor, a camada fotorresistente (148) pode ser removi-
da. Especificamente, a camada fotorresistente (148) pode ser removida
da camada de base (118) por qualquer processo de remocéao adequado,
tal como, por exemplo, utilizando-se um solvente liquido ou um solvente
gasoso. Varios solventes podem ser utilizados para remover a camada
fotorresistente (148), tal como, por exemplo, um removedor da marca
Shipley, acetona, tricloroetileno, metil-etil-cetona ou metil-isobutil-
cetona. A remocado da camada fotorresistente (148) pode preferivelmen-
te remover a camada fotorresistente (148) ao mesmo tempo em que nao
remove substancialmente o material condutor seletivamente depositado
na camada de base (118). A remocéao da camada fotorresistente (148)
pode expor o material condutor depositado na camada de base (118)
através do padrao (152), tal como, por exemplo, os conjuntos de carac-

teristicas (80).

A Figura 4D ilustra uma vista expandida das segoes
transversais das estruturas mostradas nas Figuras 4B e 4C, ilustrando
um método para a manufatura da fita de teste (110) utilizando o pro-
cesso de litografia “lift-off’. Em algumas modalidades, uma caracteristi-
ca de parede (51) pode ser formada por um processo de manufatura
utilizando litografia “lift-off e/ou uma mascara de sombreamento
conforme descrito abaixo. A caracteristica de parede (51) pode incluir
dentes ou uma estrutura similar formada sobre a parede de um ou mais
componentes condutores (120). Por exemplo, a caracteristica de parede
(51) pode incluir um ombro ou chanfro estendendo-se pelo menos

parcialmente ao longo da parede dos componentes condutores (120).

Uma ou mais caracteristicas de parede (51) podem
resultar de um processo de aspersdo. Em particular, a deposigao de
material condutor sobre a camada de base (118) através da camada
fotorresistente (148) pode ndo resultar na deposigcao completa do

material condutor nas regides adjacentes as intersegoes entre a camada
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de base (118) e a camada fotorresistente (148). Por exemplo, como
mostrado nas Figuras 4D e 4E, as caracteristicas de parede (51°, 517)
podem se formar nas regides da parte de baixo dos componentes
condutores (120) na medida em que o material condutor depositado na
camada de base (118) pode nao preencher toda a regiéo encoberta pela

camada fotorresistente (148).

Em algumas modalidades, as caracteristicas de parede
(51) podem ser formadas em qualquer regiao da parede dos componen-
tes condutores (120). Por exemplo, como mostrado nas Figuras 4D e 4E
a caracteristica de parede (51”) pode ser formada em uma regiao supe-
rior do componente condutor (120). A caracteristica de parede (517)
pode ser formada por aspersdo do material condutor com uma trajetoria
adequada na diregédo do substrato padronizado fotorresistente (150), ou
por qualquer outro método conhecido na técnica. E também contem-
plado o fato da camada fotorresistente (148) poder incluir uma ou mais
estruturas representando um molde da caracteristica de parede (51), de
tal forma que o material condutor pode adquirir forma no, ou em torno
do, molde para formar a caracteristica de parede (51). Por exemplo, a
caracteristica de parede (51) pode incluir uma protuberancia em uma
parede dos componentes condutores (120) formada pela deposigado do
material condutor em um dente em uma parede da camada fotorresis-
tente (148).

As Figuras 5A — 5C ilustram um meétodo para a manufa-
tura de fita de teste que utiliza uma mascara de sombreamento (50), de
acordo com uma realizacdo tipica descrita. Especificamente, a mascara
de sombreamento (50) (ver Figura 5A) pode ser utilizada para formar
um ou mais conjuntos de caracteristicas (28) na camada de base (218),
onde a mascara de sombreamento (50) pode apresentar o padrao (252)
dos conjuntos de caracteristicas (280). A mascara de sombreamento
(50) pode ser produzida por qualquer método conhecido na técnica, tal

como, por exemplo, por um processo de foto-gravacdo, um processo de
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eletro-formacao, ou um processo de gravagido com agua forte. A masca-
ra de sombreamento (50) pode ser feita de qualquer material adequado,
tal como, por exemplo, molibdénio, aluminio, niquel, silicone, ou um
polimero tal como tereftalato de polietileno. A mascara de sombreamen-
to (50) pode ser colocada sobre e mantida em contato com a camada de

base (218) utilizando-se quaisquer técnicas conhecidas.

Conforme mostrado nas Figuras 5A - 5C, apds a coloca-
cdo adequada da mascara de sombreamento (50) sobre a camada de
base (218), pode ser depositado um material condutor sobre a camada
de base (218), conforme descrito previamente com referéncia as Figuras
4A - 4C. Especificamente, o material condutor pode ser depositado de
tal forma que este possa ser formatado na camada de base (218) por
passagem do material condutor através da mascara de sombreamento
(50). Em particular, o material condutor pode ser depositado para
formar os conjuntos de caracteristicas (280) por passagem do material

condutor através do padrao (252) da mascara de sombreamento (50).

Conforme mostrado na Figura 5C, a mascara de sombre-
amento (50) pode ser removida da camada de base (2 18) apos a deposi-
cao do material condutor. A mascara de sombreamento (50) pode ser
removida utilizando-se métodos conhecidos na técnica, tais como, por
exemplo, descascando-se a mascara de sombreamento da camada de
base (218) ou pela utilizagao de solventes apropriados. Apods a remogao
da mascara de sombreamento (50), o carretel (100) pode ser preparado
por manufatura posterior. Segundo descrito acima, esta também
contemplado o fato dos conjuntos de caracteristicas (280) poderem
incluir uma ou mais caracteristicas de parede (51) (ndo mostradas). As
caracteristicas de parede (51) podem surgir da deposigéo de material
condutor na camada de base (218) por passagem através da mascara de
sombreamento (50) ou podem ser formadas se a mascara de sombrea-
mento (50) incluir uma ou mais estruturas que representam um molde

da caracteristica de parede (51).
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A mascara de sombreamento (50) e€/ou o carretel (100)
podem ser configurados para permitir uma producéo consistente de
conjuntos de caracteristicas (280) de alta qualidade. Em particular, a
mascara de sombreamento (50) e/ou o carretel (100) podem ser configu-
rados de modo a permitir a formagao dos conjuntos de caracteristicas
(280) em uma densidade e resolugdo selecionadas. Por exemplo, a
mascara de sombreamento (50) pode ser mantida em contato proximo
com a camada de base (218) de maneira a minimizar a possibilidade de
que o material condutor depositado flua entre a mascara de sombrea-
mento (50) e a camada de base (218). Além disso, a mascara de som-
breamento (50) pode incluir um material adesivo (néo mostrado), tal
como, por exemplo, um adesivo sensivel a pressao e/ou um adesivo
ativado por calor. O material adesivo pode melhorar o processo de
manufatura pelo provimento de uma ligacao removivel entre a mascara
de sombreamento (50) e a camada de base (218). E também contem-
plado o fato de outros métodos poderem ser utilizados para manter um
contato adequado entre a mascara de sombreamento (50) e a camada

de base (218), tal como, por exemplo, o uso de magnetos.

As Figuras 6 e 7 mostram uma estrutura de fita de teste
(310) parcialmente fabricada que pode ser fabricada de acordo com o
processo descrito em relacdo as Figuras 4A - 4E e S5A - 5C. Em cada
uma das Figuras 6 e 7, o formato externo da fita de teste (310) que seria
obtido no processo de manufatura total € mostrado como uma linha
pontilhada. Embora estas Figuras mostrem as etapas para a manufa-
tura da fita de teste (310) com uma configuracdo similar as mostradas
nas Figuras 1A, 2A, 2B, deve ficar entendido que podem ser utilizadas
etapas similares para se manufaturar fitas de teste que apresentem

ando outras configuracoes dos componentes.

Conforme apresentado na realizagdo tipica mostrada na
Figura 6, a fita de teste (310) pode incluir uma pluralidade de compo-

nentes condutores (320), tais como, por exemplo, os eletrodos (322,
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324, 328, 330). Os componentes condutores (320) da fita de teste (310)
podem ser parcialmente formados pela formacgdo do conjunto de carac-
teristicas (380) conforme discutido acima. Em algumas modalidades, os
componentes condutores (320) podem ser pelo menos parcialmente
formados por uma ou mais técnicas de processamento. Por exemplo,
uma técnica de processamento, tal como ablagdo a laser, pode ser
utilizada para definir mais precisamente os limites de alguns dos
componentes condutores (320). Em outras modalidades, uma técnica
de processamento pode incluir laminagéo, gravacdo com agua forte ou
um processo fisico de separagéo, tal como, por exemplo, estampagem €

corte.

A fita de teste (310) pode incluir também uma ou mais
regides de codificagdo (ndo mostradas), configuradas para prover
informacéo de codificagédo na fita de teste (310). Por exemplo, as regioes
de codificacdo podem incluir um conjunto discreto de almofadas de
contato como descrito no pedido de patente co-pendente do mesmo
depositante “DIAGNOSTIC STRIP CODING SYSTEM AND RELATED
METHODS OF USE”, depositado em 15 de julho de 2005, cujo Relatério
Descritivo é aqui incorporado como referéncia em sua totalidade. O
padrao discreto formado por um conjunto de almofadas de contato pode
incluir regides condutoras e nao condutoras projetadas para serem
legiveis pelo medidor de teste para identificar dados particulares para a

fita de teste.

Apos a formacgdo do conjunto de caracteristicas (380) na
camada de base (318), a camada espagadora (364) pode ser aplicada
aos componentes condutores (320) e & camada de base (318), conforme
ilustrado na Figura 7. A camada espacadora (364) pode ser aplicada
aos componentes condutores (320) e & camada de base (318) de uma
variedade de formas diferentes. Em uma abordagem tipica, a camada
espagadora (364) pode ser provida como uma folha ou rede grande o

suficiente e apropriadamente formatada para cobrir conjuntos de
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caracteristicas (380) multiplos. Nesta abordagem, o lado de baixo da
camada espacadora (364) pode ser revestido com um adesivo de manei-
ra a facilitar a fixacdo aos componentes condutores (320) e & camada de
base (318). Varias fendas podem ser cortadas, formadas ou punciona-
das da camada espacadora (364) para formata-la antes, durante ou
depois da aplicagdo da camada espagadora (364) aos componentes
condutores (320). Por exemplo, como mostrado na Figura 7, a camada
espacadora (364) pode conter uma fenda pré-formada (352) para cada
estrutura da fita de teste. A camada espacadora (364) pode ser posicio-
nada sobre os componentes condutores (320), como mostrado na Figura
7, e laminada nos componentes condutores (320) e na camada de base
(318). Quando a camada espagadora (364) esta apropriadamente
posicionada nos componentes condutores (320), as partes expostas dos
eletrodos (354-362) sdo acessiveis através da fenda (352). Similarmen-
te, a camada espagadora (364) deixa os contatos (332-338) e o condutor

autoacionavel (348) expostos apds a laminagao.

De modo alternativo, a camada espacgadora (364) poderia
ser aplicada de outras maneiras. Por exemplo, a camada espagadora
(64) pode ser moldada por injecdo na camada de base (318) e nos
componentes condutorcs (320). A camada espagadora (64) poderia ser
também construida sobrc a camada de base (318) e os componentes
condutores (320) por serigrafia de camadas sucessivas de um material
dielétrico até uma espessura apropriada, por exemplo, cerca de 1,27
milimetros (0,005 polegadas). Um material dielétrico tipico compreende
uma mistura de silicone e compostos acrilicos, tais como a “Membrane
Switch Composition 5018” disponibilizada pela E.IL. DuPont de Nemours
& Co., Wilmington, Del. Entretanto, poderiam ser também utilizados

outros materiais.

A camada rcagente (390) (ndo mostrada) pode, entéo, ser
aplicada a cada estrutura da [ita de teste apo6s a formagao da camada

espacadora (364). Em uma abordagem tipica, a camada reagente (390)
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pode ser aplicada por micropipetagem de uma composi¢do aquosa sobre
a parte exposta (354) do eletrodo de trabalho (322) e deixando-se secar
para formar a camada reagente (390). Esta também contemplado o fato
da camada reagente (39) poder ou nao entrar em contato com a parte
exposta (356) do eletrodo de contagem (324). Uma composicao aquosa
tipica apresenta um pH de cerca de 7,5 e contém 175 mM de hexamina
de ruténio, 75 mM de fosfato de potassio, 0,35% de Methocel, 0,08% de
Triton X-100, 5000 pl/ml de glicose desidrogenase e 0,05% de Silwet.
De modo alternativo, podem ser utilizados outros métodos, tais como
serigrafia, deposi¢cdo por aspersdo, por impressao piezo ou por jato de
tinta, para aplicar a composicao utilizada para formar a camada reagen-
te (390).

A cobertura (372) (ndo mostrada) pode ser, entdo, fixada
a camada espagadora (364), onde a cobertura (372) é construida para
cobrir a fenda (352), conforme previamente descrito em relagdo a Figura
2B. Em algumas modalidades, podem ser utilizados um ou mais
pontos de registro (102) para facilitar o alinhamento da cobertura (372),
camada espacadora (364) e/ou camada de base (318). Além disto, as
partes da superficie superior da camada espacgadora (364) podem ser
também revestidas com um adesivo de maneira a prever uma camada
adesiva (378) para se aderir a cobertura (372). Esta contemplado
também o fato da cobertura (372) poder incluir uma camada adesiva
(378) (ndo mostrada) configurada para se aderir a camada espacadora
(364). Apos a fixacao da cobertura (372), as fitas de teste (310) indivi-
duais podem ser separadas do carretel laminado. Em uma realizagéao
tipica, o processo de separagdo pode incluir estampagem ou “retirada
por pungdo” das fitas de teste (310) individuais em um processo de

individualizacao.

AS modalidades preferidas da presente invencao foram
descritas acima. Os especialistas na técnica irdo compreender, entre-

tanto, que alteracdes e modificagbes podem ser feitas nestas modalida-
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des sem que se afaste do verdadeiro escopo e espirito da invengéo, que €

definida nas Reivindicagdes anexas.
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“Biossensor, Bobina
e Respectivos Métodos de Fabrico”
Reivindicacoes

1 - Método de Fabrico de Biossensor, caracterizado por que compre-

ende:

posicionar uma mascara de sombra contendo um padrao de
uma pluralidade de conjuntos de caracteristicas sobre uma camada de
base substancialmente plana contendo uma pluralidade de pontos de

registro;

formar pelo menos uma da pluralidade de conjuntos de
caracteristicas sobre a camada de base substancialmente plana deposi-
tando seletivamente uma camada de um material condutor sobre a
camada de base substancialmente plana passando o material condutor

através do padrdao da mascara de sombra; e

remover a mascara de sombra a partir da camada de base

substancialmente plana.

2 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
1, caracterizado por que a mascara de sombra inclui pelo menos um

dentre molibdénio, aluminio, niquel, silicio e um polimero.

3 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao

2, caracterizado por que o polimero inclui tereftalato de polietileno.

4 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
1, caracterizado por que pelo menos um da pluralidade de conjuntos
de caracteristicas inclui pelo menos um de um elétrodo de funciona-
mento, um elétrodo contador, um elétrodo de detecciao de enchimento,

um condutor autoligado € uma regido de codificagao.
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5 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
1, caracterizado por que a pluralidade de pontos de registro ¢ formada
por pelo menos um dentre separagdo a laser, corrosao (etching), perfu-
ragdo, impressao, puncionamento, arranhadura, aquecimento, com-

pressao e moldagem.

6 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
1, caracterizado por que a pluralidade de conjuntos de caracteristicas
formada sobre a camada de base substancialmente plana é separada de

menos do que 10 mm.

7 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicag¢ao
1, caracterizado por que a pluralidade de pontos de registro ¢ separada

de menos do que 500 mm.

8 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
1, caracterizado por que a pluralidade de conjuntos de caracteristicas
formada sobre a camada de base substancialmente plana é formada a

uma densidade maior do que um por 400 mm?2.

9 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicacao
1, caracterizado por que a pluralidade de conjuntos de caracteristicas
formado sobre a camada de base substancialmente plana é formada a
uma densidade maior do que uma densidade da pluralidade de pontos

de registro sobre a camada de base substancialmente plana.

10 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagéo
1, caracterizado por que pelo menos uma da pluralidade de conjuntos

de caracteristicas é de menos do que 40 mm de comprimento.

11 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
1, caracterizado por que pelo menos uma da pluralidade de pontos de

registro € de menos do que 10 mm de largura.
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17, caracterizado por que a camada de ligagdo inclui pelo menos um

dentre titanio e cromo.

19 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
1, caracterizado por que o método inclui ainda depositar uma camada
de reativo para contatar uma parte da pluralidade de conjuntos de

caracteristicas .

20 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
19, caracterizado por que a camada de reativo inclui ainda pelo menos
um dentre oxidase da glicose, desidrogenase da glicose, ferricianeto de

potassio e hexamina de ruténio.

21 - Método de Fabrico de Biossensor, caracterizado por que com-

preende:

proporcionar uma estrutura laminada que inclui uma
camada de base substancialmente plana contendo uma pluralidade de
pontos de registro e uma camada fotorresistente contendo um padrao

de uma pluralidade de conjuntos de caracteristicas;

formar pelo menos um da pluralidade de conjuntos de
caracteristicas sobre a camada de base substancialmente plana deposi-
tando seletivamente uma camada de um material condutor sobre a
camada de base substancialmente plana passando o material condutor

através do padrao da camada fotorresistente; e

remover a camada fotorresistente a partir da camada de

base substancialmente plana.

22 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
21, caracterizado por que a camada fotorresistente inclui pelo menos
um de Shipley 1705, Shipley 1713, Shipley 1717, Shipley 1045, Shipley
1075, AZ 9260 e Futurex.
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23 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindica¢ao
21, caracterizado por que pelo menos um da pluralidade de conjuntos
de caracteristicas inclui pelo menos um de um elétrodo de funciona-
mento, um elétrodo contador, um elétrodo de deteccao de enchimento,

um condutor autoligado e uma regidao de codificacao.

24 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagéao
21, caracterizado por que a pluralidade de pontos de registro é forma-
da por pelo menos um dentre separagao a laser, corrosao, perfuracao,
impressao, puncionamento, arranhadura, aquecimento, compressao €

moldagem.

25 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagéao
21, caracterizado por que a pluralidade de conjuntos de caracteristicas
formados sobre a camada de base substancialmente plana é separada

de menos do que 10 mm.

26 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicacao
21, caracterizado por que a pluralidade de pontos de registro € separa--

da de menos do que 500 mm.

27 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
21, caracterizado por que a pluralidade de conjuntos de caracteristicas
formados sobre a camada de base substancialmente plana é formada a

uma densidade maior do que um por 400 mm?.

28 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
21, caracterizado por que a pluralidade de conjuntos de caracteristicas
formados sobre a camada de base substancialmente plana é formada a
uma densidade maior do que uma densidade da pluralidade de pontos

de registro sobre a camada de base substancialmente plana.

29 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao

21, caracterizado por que pelo menos um da pluralidade de conjuntos
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de caracteristicas é de menos do que 40 mm de comprimento.

30 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicacgao
21, caracterizado por que pelo menos um da pluralidade de pontos de

registro é de menos do que 10 mm de largura.

31 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
21, caracterizado por que remover a camada fotorresistente inclui o

uso de um solvente.

32 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
31, caracterizado por que o solvente é pelo menos um dentre um
stripper da marca Shipley, acetona, tricloroetileno, metil etil cetona €

metil isobutil cetona.

33 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
21, caracterizado por que depositar a camada do material condutor
inclui pelo menos um dentre a deposi¢ao de vapor fisico, a eletrogalva-

nizagao, a pulverizagao por ultrassom e a pulverizagao a pressao.

34 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagéao
33, caracterizado por que a deposi¢cao de vapor fisico inclui pelo menos

um dentre sputtering e evaporacao.

35 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicacao
21, caracterizado por que o material condutor inclui pelo menos um
material selecionado do grupo que consiste em ouro, platina, prata,
iridio, carbono, 6xido de estanho e indio, 6xido de zinco e indio, cobre,
aluminio, galio, ferro, amalgamas de mercurio, tantalo, titanio, zirconio,
niquel, ésmio, rénio, rdodio, paladio, um organometéalico e uma liga

metalica.

36 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicacao

21, caracterizado por que o método inclui ainda depositar uma camada
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de ligacao sobre a camada de base substancialmente plana antes de
depositar o material condutor sobre a camada de base substancialmen-

te plana.

37 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
36, caracterizado por que a camada de ligacédo inclui pelo menos um

dentre titdnio e cromo.

38 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
21, caracterizado por que o método inclui ainda depositar uma camada
de reativo para contatar uma parte da pluralidade de conjuntos de

caracteristicas .

39 - Método de Fabrico de Biossensor, de acordo com a Reivindicagao
38, caracterizado por que a camada de reativo inclui ainda pelo menos
um dentre a oxidase da glicose, a desidrogenase da glicose, o ferriciane-

to de potassio e a hexamina de ruténio.
40 - Biossensor, caracterizado por que compreende:
uma camada de base substancialmente plana; e

uma pluralidade de componentes condutores formados
sobre a camada de base substancialmente plana, em que pelo menos
um da pluralidade de componentes condutores inclui uma caracteristi-

ca de parede.

41 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagao 40, caracterizado por
que a pluralidade de componentes condutores inclui pelo menos um
dentre um elétrodo de funcionamento, um elétrodo contador, um anodo
de deteccdo de enchimento, um catodo de detecgao de enchimento, um

condutor autoligado e uma regido de codificagao.

42 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagdo 40, caracterizado por

que a pluralidade de componentes condutores inclui pelo menos um
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material selecionado do grupo que consiste em ouro, platina, prata,
iridio, carbono, 6xido de estanho e indio, 6xido de zinco e indio, cobre,
aluminio, galio, ferro, amalgamas de mercurio, tantalo, titanio, zircénio,
niquel, 6smio, rénio, roédio, paladio, um organometalico e uma liga

metalica.

43 - Biossensor, de acordo com a Reivindicacdo 40, caracterizado por
que a pluralidade de componentes condutores é separada por menos do

que 10 mm.

44 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagédo 40, caracterizado por
que a pluralidade de componentes condutores formados sobre a cama-
da de base substancialmente plana é formada por pelo menos um de
deposicao de vapor fisico, eletrogalvanizagao, pulverizagao por ultras-

som e pulverizacdo a pressao.

45 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagao 44, caracterizado por
que a deposicao de vapor fisico inclui pelo menos um dentre sputtering

€ evaporagao.

46 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagiao 40, caracterizado por
que a caracteristica de parede inclui como menos uma de uma intrusao

€ uma protruséao.

47 - Biossensor, de acordo com a Reivindicacao 40, caracterizado por
que a caracteristica de parede é formada usando pelo menos um de

litografia lift-off e uma mascara de sombra.

48 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagdo 40, caracterizado por
que o biossensor inclui ainda uma camada de reativo para contatar

uma parte da pluralidade de componentes condutores.

49 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagao 48, caracterizado por

que a camada de reativo inclui ainda pelo menos uma dentre a oxidase
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da glicose, a desidrogenase da glicose, o ferricianeto de potassio € a

hexamina de ruténio.

50 - Biossensor, de acordo com a Reivindicacdo 40, caracterizado por
que o biossensor inclui ainda uma camada de ligagcdo entre a camada
de base substancialmente plana e pelo menos uma da pluralidade de

componentes condutores.

51 - Biossensor, de acordo com a Reivindicacdo 50, caracterizado por

que a camada de ligacao inclui pelo menos um dentre titanio e cromo.

52 - Biossensor, de acordo com a Reivindicagédo 40, caracterizado por
que pelo menos uma da pluralidade de componentes condutores € de

menos do que 40 mm em comprimento.
53 - Bobina, caracterizada por que compreende:
uma camada de base substancialmente plana;

uma pluralidade de pontos de registro formados sobre a

camada de base substancialmente plana; e

uma pluralidade de componentes condutores formados
sobre substancialmente a camada de base plana, em que pelo menos
um da pluralidade de componentes condutores inclui uma caracteristi-

ca de parede.

54 - Bobina, de acordo com a Reivindicagao 53, caracterizada por que
a pluralidade de componentes condutores inclui pelo menos um dentre
um elétrodo de funcionamento, um elétrodo contador, um anodo de
detecgcdo de enchimento, um catodo de deteccdao de enchimento, um

condutor autoligado e uma regido de codificagao.

55 - Bobina, de acordo com a Reivindicacdo 53, caracterizada por que

a pluralidade de componentes condutores inclui pelo menos um materi-
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al selecionado do grupo que consiste em ouro, platina, prata, iridio,
carbono, 6xido de estanho e indio, 6xido de zinco e indio, cobre, alumi-
nio, galio, ferro, amalgamas de mercurio, tantalo, titanio, zirconio,
niquel, 6smio, rénio, rédio, paladio, um organometalico e uma liga

metalica.

56 - Bobina, de acordo com a Reivindicagédo 53, caracterizada por que
a pluralidade de componentes condutores é separada por menos do que

10 mm.

57 - Bobina, de acordo com a Reivindicagao 53, caracterizada por que
a pluralidade de componentes condutores formados na camada de base
substancialmente plana é formada por pelo menos uma dentre deposi-
cao de vapor fisico, eletrogalvanizagdo, pulverizagdo por ultrassom e

pulverizacao a pressao.

58 - Bobina, de acordo com a Reivindicagdo 57, caracterizada por que
testemunho de vapor fisico inclui pelo menos um de estalar e evapora-

¢ao.

59 - Bobina, de acordo com a Reivindicaciao 53, caracterizada por que
a caracteristica de parede inclui como menos uma de uma intrusao e

uma protrusao.

60 - Bobina, de acordo com a Reivindicagido 53, caracterizada por que
a caracteristica de parede é formada usando pelo menos uma dentre

litografia lift-off e uma mascara de sombra.

61 - Bobina, de acordo com a Reivindicacao 53, caracterizada por que
a bobina inclui ainda uma camada de ligagdo entre a camada de base
substancialmente plana e pelo menos uma da pluralidade de compo-

nentes condutores.

62 - Bobina, de acordo com a Reivindicacdo 61, caracterizada por que
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a camada de ligacao inclui pelo menos um dentre titanio e cromo.

63 - Bobina, de acordo com a Reivindicacdo 53, caracterizada por que
o biossensor inclui ainda uma camada de reativo para contatar uma

parte da pluralidade de componentes condutores.

64 - Bobina, de acordo com a Reivindicacao 63, caracterizada por que
a camada de reativo inclui ainda pelo menos uma dentre a oxidase da
glicose, a desidrogenase da glicose, o ferricianeto de potassio € a hexa-

mina de ruténio.

65 - Bobina, de acordo com a Reivindicagdo 53, caracterizada por que
a pluralidade de pontos de registro é formada por pelo menos uma
dentre separacgao a laser, corrosdo, perfuracdo, impressao, punciona-

mento, arranhadura, aquecimento, compressao € moldagem.

66 - Bobina, de acordo com a Reivindicacido 53, caracterizada por que
a pluralidade de pontos de registro é separada por menos do que 500

mim.

67 - Bobina, de acordo com a Reivindicagdo 53, caracterizada por que
a pluralidade de componentes condutores formados sobre a camada de
base substancialmente plana é formada a uma densidade maior do que
uma densidade da pluralidade de pontos de registro formados sobre a

camada de base substancialmente plana.

68 - Bobina, de acordo com a Reivindicagao 53, caracterizada por que
pelo menos uma da pluralidade de componentes condutores € de menos

do que 40 mm em comprimento.

69 - Bobina, de acordo com a Reivindicagdo 53, caracterizada por que
pelo menos uma da pluralidade de pontos de registro é de menos do que

10 mm de largura.
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“Biossensor, Bobina
e Respectivos Métodos de Fabrico”
Resumo

E proporcionado um método de fabrico de um biossensor.
O método pode incluir posicionar uma mascara de sombra contendo um
padrao de uma pluralidade de conjuntos de caracteristicas sobre uma
camada de base substancialmente plana contendo uma pluralidade de
pontos de registro. O método pode incluir formar também pelo menos
uma da pluralidade de conjuntos de caracteristicas sobre a camada de
base substancialmente plana depositando seletivamente uma camada
de um material condutor sobre a camada de base substancialmente
plana passando o material condutor através do padrdao da mascara de
sombra e removendo a mascara de sombra a partir da camada de base
substancialmente plana. De mdo alternativo, o método pode incluir
proporcionar uma estrutura laminada que inclui uma camada de base
substancialmente plana contendo uma pluralidade de pontos de regis-
tro e uma camada fotorresistente contendo um padrao de uma plurali-
dade de conjuntos de caracteristicas. O método pode ainda incluir
formar pelo menos uma da pluralidade de conjuntos de caracteristicas
sobre a camada de base substancialmente plana depositando seletiva-
mente uma camada de um material condutor sobre a camada de base
substancialmente plana passando o material condutor através do
padrao da camada fotorresistente e removendo a camada fotorresistente

a partir da camada de base substancialmente plana.
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